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(54) Title: APPARATUS AND METHOD FOR BONDING SUBSTRATES
(54) Bezeichnung : VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BONDEN VON SUBSTRATEN

(57) Abstract: The present invention relates to an apparatus for, in particular temporarily, bonding a first substrate (15) to a second
substrate having the following features: - a holding device for holding the first substrate (15) on a holding contour (8, 8', 8", 8", 8™)
using an active holding face (7, 7', 7", 7", 7%) of the holding device having an outer annular section (10) for controllably fixing the
first substrate (15), - deformation means for controllably deforming the first substrate (15), wherein the deformation means are
designed to be active within the outer annular section, and - bonding means for bonding the first substrate (15) to the second
substrate. In addition, the invention relates to a method for, in particular temporarily, bonding a first substrate (15) to a second
substrate having the following steps, particularly the following sequence: - the first substrate (15) is held on a holding contour (8, 8',
8", 8") using an active holding face (7, 7', 7", 7™, 7V) of the holding device (1) having an outer annular section (10) for controllably
fixing the first substrate (15), - the first substrate (15) is deformed within the outer annular section by deformation means for
controllably deforming the first substrate (15), - the first substrate (15) is bonded to the second substrate by bonding means.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Ertindung betrifft eine Vorrichtung zum, insbesondere temporéren, Bonden eines ersten
Substrats (15) mit einem zweiten Substrat mit folgenden Merkmalen: - einer Aufnahmeeinrichtung zur Aufnahme des ersten
Substrats (15) an einer Aufnahmekontur (8, &', 8", 8™, 8™) mit einer wirksamen Aufnahmefldche (7, 7', 7", 7™, 7™) der
Aufhahmeeinrichtung mit einem &ufferen Ringabschnitt (10) zur steuerbaren Fixierung des ersten Substrats (15), -
Verformungsmitteln zur steuerbaren Verformung des ersten Substrats (15), wobei die Verformungsmittel innerhalb des &ufleren
Ringabschnitts wirkend ausgebildet sind und - Bondmitteln zum Bonden des ersten Substrats (15) mit dem zweiten Substrat ().
Weiterhin betritft die Erfindung ein Verfahren zum, insbesondere tempordren, Bonden eines ersten Substrats (15) mit einem zweiten
Substrat mit folgenden Schritten, insbesondere folgendem Ablauf: - Aufnahme des ersten Substrats (15) an einer Aufnahmekontur
(8, 8', 8", 8") mit einer wirksamen Aufnahmefldche (7, 7', 7", 7™, 7) der Aufnahmeeinrichtung (1) mit einem duBeren Ringabschnitt
(10) zur steuerbaren Fixierung des ersten Substrats (15), - Verformung des ersten Substrats (15) innerhalb des &ufleren
Ringabschnitts durch Verformungsmitteln zur steuerbaren Verformung des ersten Substrats (15), - Bonden des ersten Substrats (15)
mit dem zweiten Substrat durch Bondmittel.



